
9:00 開会の辞

プレナリーセッション 座長：白井 秀彰（実行委員長DENSO）

時間

9:10

10:10

テーブルトップ展示 カタログ展示
1 AI対応RWD(Real-time Welding Depth Judgment Technology)の開発 千國達郎(UW-LASER) パルステック工業（株） UW-Japan
2 Clean Removal of Epoxy Resin Adhesives Using Short-Pulse CO2 Laser Jiang Ke（山梨大学） 夏目光学（株） 住友重機械マテリアルソリューションズ
3 ビームプロファイル制御によるレーザ加工効率化（第１報） 小澤健治（レーザックス） UW-Japan（株） 中日クラフト
4 Cuナノ粒子添加Cu 2 O球状ナノ粒子インクを用いたフェムト秒レーザ還元パターニング 砂川修輝（長岡技術科学大学） 住友重機械マテリアルソリューションズ（株） トルンプ（株）
5 高集光性700 W Blueレーザを用いたBlue-IRハイブリッドレーザの溶接特性 石川拓光（古河電気工業） 中日クラフト（株） ビンツェルジャパン（株）
6 レーザ粉末床溶融結合法を用いたステンレス鋼の造形における基板露出層の抑制法の開発 山口法（大阪大学） トルンプ（株） （株）NISHIHARA
7 紫外線レーザに照射されたシリコン太陽電池の結晶構造解析 顔 子昂（東海大学） （株）タムロン （株）進和
8 指向性エネルギー堆積法による超硬合金層のWC含有率がエロージョン挙動に及ぼす影響 内田脩斗（福井大学） 光産業創成大学院大学
9 青色・IRハイブリッドレーザシステムを用いた純銅溶接の溶接機構の解明 西垣圭（近畿大学） ビンツェルジャパン（株）

10 走査型３次元ビームプロファイラ 沼田孝之（産業技術総合研究所） （株）NISHIHARA
11 パワー半導体デバイス向け青色半導体レーザマルチビーム金属堆積法による窒化アルミニウムへの純銅皮膜形成技術の開発 徳本潤平（大阪大学） （株）インテック
12 近赤外および青色半導体レーザ指向性エネルギー堆積法によるNiTi形状記憶合金の積層造形 浅野陽介（金沢大学） レーザーライン（株）
13  高速度工具鋼のレーザ焼入れ部のミクロ組織におけるナノインデンテーション測定 髙橋賢光（金沢大学） （株）進和

RX Japan（合）
溶接学会東海支部（岐阜大学　植松）
JPT JAPAN（株）
カナレ電気（株）
丸文（株）

座長：坪田　秀峰（三菱重工業） 座長：古田 啓介（三菱電機）

15:10 「ふげん」原子炉解体への水中レーザ切断技術の実用化に向けた取り組み 岩井 紘基（日本原子力研究開発機構） 15:10 深紫外レーザのGHzバーストモードによる微細加工穴品質と速度の向上 Alexandre Rondepierre（三菱電機）

15:40 車載用二次電池へのレーザ加工の応用 鈴木大介（トヨタバッテリー） 15:40 2.8μm帯ファイバーレーザとその加工応用 合谷 賢治（秋田県立大学）

16:10 製造業のレーザ溶接工程におけるOCT技術の活用方法と特長
村山 直寛
（パナソニックプロダクションエンジニアリング）

16:10
フォトニックナノジェットを用いたレーザアブレーション加工における衝撃波のインプ
ロセス計測

上野原 努（大阪大学）

16:40 E-mobility時代を担うレーザ加工技術の進化とモノづくりイノベーション 白井秀彰（デンソー） 16:40 ナノ秒パルス UV レーザによる微細孔加工技術を応用した木材表層の改質 古川 貴崇（あいち産業科学技術センター）

17:10

※逐次通訳 時間，内容に一部変更が生じる場合がありますのでご了承下さい．

会議室B

15B2　微細レーザ加工最前線

題目

会議室Ａ

15A2　産業応用

17:45–　技術交流会

終了

会議室C

第104回レーザ加工学会講演会　予告プログラム
1日目　2026年07月15日（水）　三菱電機名古屋製作所FAコミュニケーションセンター 4F

11:10–12:30　昼休憩

12:30–13:30　ポスター　ショートプレゼンテーション

13:30–15:０0　ポスターセッション

レーザ積層技術を利用した超階層型多孔質金属の製造技術とAI時代の産学融合 小橋 眞（名古屋大学）

Adaptive Laser Processes in Surface Technology enabled by AI, High Power Laser Sources and Laser Process Chains Christian Vedder（Fraunhofer Institute for Laser Technology）

会議室Ａ

会議室A

氏名（所属）

15:00–15:10　休憩

ポスター発表



時間

座長：栗田 典夫（副実行委員長　浜松ホトニクス）

9:00

9:40

座長：鷲見 信行（三菱電機） 座長：田中 健一郎（パナソニック）

10:30
産業用レーザクリーニングの最前線
― 中国製台頭時代における原理解析・実用事例・将来展望 ―

北川義大（中日クラフト） 10:30
深紫外超短パルスレーザによる 400 μm厚アルミノシリケートガラスのクラックフリー
貫通穴加工

田丸 博晴（東京大学）

11:00 ワイヤ・レーザ金属３Dプリンタによる軽金属材料の積層造形プロセス技術の開発 森田　大嗣(三菱電機) 11:00 エキシマレーザ直接加工によるガラス材料への高生産性微細穴貫通（TGV）加工技術 川筋 康文（ギガフォトン）

11:30
日本製レーザ加工ヘッドとハンドヘルド型
ファイバーレーザ溶接機の安全について

大江浩史（レーザックス） 11:30
連続発振レーザと高速ガルバノスキャナ加工システムによる半導体デバイスアニール工
程への適用事例

髙橋 秀和（タマリ工業）

12:00
Multispectral Monitoring for Reliable Laser Processing — From Copper Welding
Physics to Scalable Inline Quality Decisions

Christoph Franz (4D Photonics GmbH) 12:00 光渦レーザー誘起前方転写法を用いた高粘度インク転写 岩田 宗朗（リコー）

座長：武田　晋（レーザーライン） 座長：石井 勝巳（ナ・デックス）

13:30 Laser Wire DED - Competitive Additive Manufacturing with Wire Jens Nothnagel (Precitec GmbH & Co. KG) 13:30 最先端半導体レーザによる表面処理技術 皆川　邦彦（レーザーライン）

14:10 The latest industrial laser processing heads and their applications Axel Luft (Scansonic MI GmbH) 14:00 レーザークリーナーの現場適用における表面処理事例と自働化設備提案 奥田 真衣（常盤産業）

14:50
Recent Advancements of Blue Diode Lasers for High-Power and High-Brightness
Applications

Sebastian Wolf (Laserline GmbH) 14:30 レーザピーニングの最新動向 鷺坂 芳弘（新東工業）

15:00 後方パルスレーザ堆積法によるアルミニウム合金と樹脂の接合強度向上 髙橋 侑椰（デンソー）

座長：白井 秀彰（デンソー） 座長：沖原 伸一朗（光産業創成大学院大学）

15:40
EV電池レーザ溶接における抜取り検査フリーを実現したリアルタイム品質判定技術
（RWD）―量産ラインでの適用実績―

千國 達郎（UWｰJAPAN） 15:40 医療応用向け透明樹脂溶着加工用2μmレーザ光源システム開発 足立 雅史（ダイバックス）

16:10 廃炉技術における高輝度レーザの応用 尾崎　仁志（三重大学） 16:10 廃液と消費電力を低減した眼鏡レンズ用レーザ染色装置 阿部 功児（ニデック）

16:40 レーザ出力フィードバック制御による溶接品質安定化技術 藤田 拓馬（ナ・デックス） 16:40 医療レーザーの薬事規制とPico秒レーザーの美容医療応用について 西村浩之（ジェイメック）

17:10 溶接可視化（視える化）手法と画像処理からの数値解析に関して 水嶌　孝明（ノビテック） 17:10 低侵襲眼科治療に向けたマイクロチップレーザーの開発 荒木 隼悟（ニデック）

17:40

※逐次通訳 時間，内容に一部変更が生じる場合がありますのでご了承下さい．

16A3　センシング・モニタリング

10:20–10:30　コーヒーブレイク

【特別講演】地域連携によるレーザ応用技術の普及と人材育成― レーザー技術の社会実装に向けた取り組みと電子ゴーグル開発の事例 ―

【特別講演】Industrial Applications and Development Trends of Femtosecond Lasers in High-Precision Micromachining

長谷川 和男（光産業創成大学院大学）

Cheng Xueping（JPT）

12:40–13:30　昼休憩

16B2　表面処理

16B3　医療

12:30–13:30　昼休憩

15:30–15:40　コーヒーブレイク

16A2　海外セッション

会議室B

16B1　産業応用

会議室A

16A1　発振器・光学・システム

第104回レーザ加工学会講演会　予告プログラム
2日目　2026年07月16（木）　三菱電機名古屋製作所FAコミュニケーションセンター 4F

特別セッション

会議室A

終了
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